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I - OBJET 



BoTtier electronique 



L'jnvention concorne des bottiers ou plugs respectant la normo GSM 11.11 (piua 2G) 
et/ou ie projet de Sfeme generation (plug 3G). w / 

L'inventlon concerne plus g6n6ralement tout support de donn6es comprenant un 
microcircuit. . 



lU DESCRIPTION 



^JSHTl "2 processus classlque de fabrication d'un bottler, par example, un plug 

utilisable dans une telephone mobile. k w H'uy 

?^ ^ !!f ""f cart© avec une predecoupe au format du plug entourant un module insere 
prealablement. Avant utilisation, le plug dolt §tre decouper manuellement. 

Un aspect de l'inventlon conslste k obtenir directement un plug utilisable par le client sans 
passer par I'etape carte mals par un bottler comprenant: 

• une partie comprenant un module. Le module comprenant un microcircuit 

• un corps au fomriat du plug. 

n!f™f ♦"J 't*"*" avantageusement obtenu par sumioulage. Le surmoulage 

permet d obtenir drfferentes tonnes et done de permettre differentes options- 

• re-enclipsage du plug dans une carte support au fom>at ISO pour assurer la 
compatlbllite amont demandee par certaines applications 

• '"^f Station directe du plug "SG" (plug llmlte k la zone actiie (microcircuit et connexion)) 
ayec corps "2Q\ assurant uniquement la prehension pendant la phase SrnS en 
place du plug "SG" puis seeabte au niveau de points volontairement fragilises 

mJlK ^ '"."Stre un exemple de boTtier comprenant une grille metallique decoup6e (1). 
metallisee puis embossee pour former; ^ y ^ 

■ des plages de contacts(2), 
■des pads de cablage(3). 

- des zones de manipulation (trous d'indexation. support, etc. . .) 

^^^^^ ^® surmoulage du boTtier, la grille metallique est ensuite 
avantageusement surmouiee. par exemple. par un thermoplastique(4) pour fomer f 

- un malntient de la grille metall}que(1), 
■des bords de reference (5) du plug, 

■ des zones de ddtrompage 2G et 3G(6} 

- w2f x"' assurer le logement du microcircuit et delimiter I'enrobage. 
secSleS). "^^'''^^^^'^ '® ^ ^ '•«>P«'^" P'"g 2G secabiG en 3G(2one 

■ un clip pour reintroduire le plug dans une carte (en option). 

hrft!!ilir^ ^^^i^® ^" togement du microcircuit est du cot6 des contacts afin de llberer la 
face arrlere pour la personnalisation graphique (marquage des numeros, logo. etc.. ) 
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Si I'option 3G n'est fl^utills^e, la cavlte peut etre en f^l^arrl^re si cela facilite la 
realisation du plug. 

Un tel boTtier est d6crls dans la demande de brevet Internationale WO 0245010. 

La figure 3 illustre un mode do fabrication en bande des bottlers. Ce mode de fabrication 
en bande consiste k utiiiser une bande support con^portant 

• des trous d'indexage et de d6trompage (9), 

• des zones de prehension (appui, pincement, etc.. .)(10), 

• des zones de Jonctlon s^cabies (1 1 ). 

La bande support comprenant en outre une pluralit§ de grilles nri6tallique (1). Une grille 
metallique (1) comprenant : 

■ des plages de contacts(2), 
*des pads de cSiblage(3). 

"des zones de manipulation (trous d'lndexation, support, etc.) 

Les zones de jonctions s6cables (11) permettent de joindre une grille metallique (1) aux 
zones de prehension (10) de la bande support. 

Dans une etape de sumioulage de la bande support, la bande support est aiors surmouiee 
au niveau notamment des grilles metalllques (1) afin de former le corps des dlff6rents 
bottlers. Le surmoutage peut se faire en utllisant. par exemple. un thermoplastlque. 

Dans une 6tape d'assemblage micro-eiectronique, des microcircuits sont insures dans les 
cavites (7). Les microcircuits sont ensuite connectes eiectriquement aux pads de cSU^Iage 
(3) puis enrobes avec une resine protectrice. 

Dans une etape de test et de personnalisation, les corps de boTtiers sont personnalises 
graphiquement . Dans cette m§me etape, les microcircuits sont testes et personnalises. 

Dans une etape de decoupe, les boltiers sont decoupes pour dtre separes du reste de la 
bande support afin d'§tre embalies. 

De preference, juste avant retape d'assemblage micro-eiectronique, une etape 
d'impresslon des differents corps de boTtier peut 0tre Introduite. 

Les grilles metallique (1) de la bande support sont Ici en metal. Plus g6neralement elles 
peuvent etre constituees de tout autre materiau conducteur. 

Les elements 9, 10 'et 11 de la bande support peuvent etre en metal ou en tout autre 
materiau dont la rigidite permet une bonne prehension. II peut s'agir, par exemple, d'une 
mati^re plastique. 

Selon une alternative, lors de retape de surmoulage (soit d'un bottler seul soit d'une 
bande de support), II est possible de surmouter egalement des zones dediees ^ une 
eventuelle manipulation individuelle d'un boTtier unique. Ces zones dediees peuvent §tre, 
par exemple, des encoches et^ou des trous pour assurer, par exemple. le taquage, 
Torientation. 
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Dans le cadre d'une fabrication unitaire de boitiers, il est possible d'utiliser une bande 
support recyclabfe. par exemple, aIv6olaire, pour pouvoir ensuite les manlpuler de facon 
collective. 

Dans le processus classique de fabrication d'un bottler illustr4 ^ fa figure 1, les modules 
sont fabrlqu6s Inddpendamment du corps de carte, lis sont g6n6ralement testes 
indlvidueilement, puis, s'lls sont bon, Hs sont encart^s dans un corps d© carte. Le corps 
de carte est ensuite d6coup6 au format d'un bottler. Le microcircuit du bottier est ensuite ^ 
nouveau testd. Ce deuxl6me test peut se faire aussi apr^s Tencartage mals avant la 
d^oupe. 

Dans ie proc6d§ fabrication en bande dos bottlers, on teste une seule fols les 
microcircults. En outre on manipule juste une bande support. II n'y a pas besoin de 
construire d'un c6i6 des modules et de I'autre des corps de cartes. L© proc6d6 do 
fabrication est done plus simple. En outre on a juste besoln de la matl6re plastfque 
n^cessalre k fabrlquer les corps de bottler car il n'y a plus de carte Si ddcouper au format 
du bottler. Done le procdd^ de fabrication en bande des bottlers est plus 6conomlque. 

Ootton "r ^encftosaae' du plug dans uns carta t^ g^ 

Le sunnoulage de la grille m^tallique autorlse la realisation de syst^me d'Insertion et de 
malntien du plug dans un© carte ISO classique. La carte rdceptrice disposeraft d'un 
logement et d'encrages moulds ou usin6s. 

La figure 4 illustre une solution bas^e sur des formes queues d'aronde (m&le / femelle) qui 
s'embottent. Tout autre solution est envlsageable. 

i»- 1 

'"•1 ■DEFINITION ET UTIUSATION D'UN BOITIER INTEGRANT; 

• des 6l6ments permettant d'assurer I'assemblage d'un microcircuit et sa connexion avec 
un lecteur: 

■ zone de report, 
■connexion fllaire ou flip chip, 

■ dessin assurant la mattrise de I'enrobage, 

■ plage de contact pour le raccordemeni h un lecteur. 

• une forme g6n6ra(e du bottler r^pondant h des specifications d^ldes. Par exemple* 

■ mise en r6f6rence dans un logement, 

■definition du dessin sulvant des entires cosm6tIques, 

■Insertion et malntien par clip dans un support correspondant (carte ISO par 
exempfe), 

-bottier sdcable assurant une Evolution de la fonctlonnalftd des formes general© 
(plug 2G vers, 3G par exemple). a 

L'applfcatlon plug SIM n'etant qu'un exempl© d© specification. 

'"•2 -aONOmONNEM ENT PES BOITIERS POUR LEUR FABRICATION 
'"'^'l - Utilisation d'une banrift ^ npportant lea bottiers dfes leur fabricgtinn 
I^UTproy^s"^^^^ necessaire ^ sa manipulation durant les differentes 
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• trous d'indexage evou dd d6trompage,(9) 

• zones permettant (a mise en appui ou le pincement par les syst6m©s de manipulation 
automatiques eVou manuel5,(1 0) 

• zones de raccordement avec le boTtier facilitant la separation finale (d6coupo 
nri^canique, rupture par pllage, etc...).(1 1) 

111.2.2 - UtHisation unitaire du bottler 

Les boTtiers peuvent dtre aussi s^pards les uns des autres. Soit li^: 

• k une fabrication unltaire, 

• k une d^soiidarisation imm^iatennent apr^s sa fabrication & partir d'une bande 
support. 

Les bottler 4tant enstuite reprls un par un dans les stapes du processus fmal k partir d'un 
stockage: 

• en vrac (bols vibrants par exemple), 

• en bobine recyclable (type blister) 



111.3 - DANS LE CADRE PLUS SPECIFIQUE DE ^APPLICATION SIM; 

Principe d'un kit "plug" plus "carte r^ceptrlce" garantfssant: 

• le repositionnement du plug suivant les contralntea ISO (ou toute autre specification), 

• le maintien en position du plug malgrd des deformations du support (torsions, flexions, 
etc.) 



Dans la description ci-dessus , les bottlers sent des plugs 2G et/ou 3G. Plus 
gendralement les boitiers peuvent dtre tout support de donndes comprenant un 
microcircuit. 



Note : un module comprend notamment un microcircuit et de la r6slne protectrlce. 
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Revendicatlon 



1 . Dispositif comprenant une grille m6tainque (9,1 0,1 1 ) ayant la forme d'une bande, la 
grille m^tallique comprenant une zone de prehension (10), des trous d'indexages 
(9), le dispositif est caract6ris6 en ce qu'il comprend en outre des boTiiers, un 
boltier comprenant un module et un corps de boTtier dont les dimension^ 
respectent la norme GSM 11,11, le module comprenant un microcircuit, les boTtiers 
sent raccord6s a la grille m6tallique par des moyens de raccordements (11). 
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Composant 



Fabrication du 
module 



Fabrication du 
corps de carte 



Encartage 
D^coupo plug 



• Impression en planqhi 

• D^coupe. 

• Frateago 

OU 

• Moulagd unitaire 

• Improssfon 



Personnalisation' 



Figure 1 
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